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Temario del Curso:

DISENO Y FABRICACION DE PCBS

e Introduccidn al mundo de los PCB e Fabricacidn de PCB: Técnicas y equipos

e Introduccién: ¢{Qué es un PCB? Importancia en la electrénica moderna. e Fresado CNC: Proceso, herramientas, materiales.

e Conceptos basicos: Componentes electrdnicos, trazas, pads, vias, capas. e Corte laser: Ventajas, limitaciones, materiales.

e Técnicas de fabricacién: Comparativa entre métodos industriales y artesanales. e Método transfer: Proceso quimico para la fabricacién de PCB.

e Herramientas de diseio: Software CAD, bibliotecas de componentes. e Software CAM: Preparacion de archivos para la fabricacion (FlatCAM).
e Primer proyecto: Disefio Sencillo de una placa de prueba. e Prdctica de fabricacion

e Disefio de circuitos con componentes Through-Hole e Revision del disefio: Ultimos ajustes antes de la fabricacion.

e Prototipado rapido: importancia y métodos. e Preparacion de la maquina: Configuracién de pardmetros en la CNC
e Normas IPC: Reglas de disefio para garantizar la calidad y fiabilidad. laser y fresadora.

e Ruteo: técnicas y consideraciones para un buen disefio. e Fabricacién: Proceso paso a paso de la fabricacion de la PCB.

e Proyecto 1: Disefio de un circuito simple. e Acabado: Limpieza, perforacion, estafiado.

e Simulacién: Verificacion del funcionamiento del circuito.

e Disefio de circuitos de doble capa.

e Proyecto 2: Disefio de un circuito que requiera multiples capas.

e Consideraciones de disefio: Gestion de capas, vias, conectores.

e Simulacion y verificacion: Andlisis del disefio antes de la fabricacién.

e Disefio con componentes SMD

e Proyecto 3: Disefio de un circuito con componentes SMD

e Componentes SMD: Caracteristicas, ventajas y desventajas.

e Bibliotecas de componentes: Uso de bibliotecas estandar y creacion de
bibliotecas personalizadas.
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e Preparacion para la fabricacidon: Generacion de archivos Gerber.

¢ Solicitud de fabricacién: Proceso de envio de archivos a una empresa Nota final: 19 (D| ecinu eve)
especializada.
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